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(54) Title: INTERCONNECT DEVICE HAVING HIGH COMPONENT DENSITY

(54) Bezeichnung: SCHALTUNGSTRAGER MIT HOHER BAUTEILDICHTE
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(57) Abstract: The invention relates to a interconnect device (1) comprising a circuit board (2), preferably a multi-layer circuit
board (2), having an upper circuit board side (5) and a lower circuit board side (6) preferably parallel thereto, wherein electrical
components (7; 8; 9) and conductors (10) are disposed on the upper circuit board side (5) and/or the lower circuit board side (6)
and/or preferably on upper or lower inner layer sides (11; 12) of the multi-layer circuit board (2), electrically conductively connecting
the components (7; 8; 9) to each other, and wherein the circuit board (2) comprises at least one through, interior, or blind recess (13;
15), wherein the recess (13; 15) comprises at least one fill (16) of at least one electrically conductive substance, wherein the recess
(13; 15) is filled and the fill (16) has an electrically conductive connection to the conductors (10) opening into the recess (13; 15)
such that an ohmic or capacitative resistance is formed in the recess (13; 15).

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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TJ, TM), europdisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, Verotfentlicht:

EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, — ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver-
MC,MT, NL,NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, dffentlichen nach Erhalt des Berichts

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,

TD, TG).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Schaltungstriger (1) aufweisend eine Leiterplatte (2), vorzugsweise eine
Mehrschichtleiterplatte (2), mit einer Leiterplattenoberseite (5) und einer vorzugsweise dazu parallelen Leiterplattenunterseite (6),
wobei auf der Leiterplattenoberseite (5) und/oder der Leiterplattenunterseite (6) und/oder vorzugsweise auf Innenlagenober- und/oder
-unterseiten (11; 12) der Mehrschichtleiterplatte (2) elektrische Bauelemente (7; 8; 9) und Leiterbahnen (10) angeordnet sind, die
die Bauelemente (7; 8; 9) elektrisch leitend miteinander verbinden, und wobei die Leiterplatte (2) zumindest eine durchgehende,
innen liegende oder sacklochartige Ausnehmung (13; 15) aufweist, wobei die Ausnehmung (13; 15) zumindest eine Fiillung (16)
mit zumindest einer elektrisch leitenden Substanz aufweist, wobei die Ausnehmung (13; 15) derart befiillt ist und die Fiillung (16)
derart mit in die Ausnehmung (13; 15) miindenden Leiterbahnen (10) in elektrisch leitender Verbindung steht, dass ein ohmscher
und/oder ein kapazitiver Widerstand in der Ausnehmung (13; 15) gebildet wird.
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Beschreibung

Schaltungstrager mit hoher Bauteildichte

Die Erfindung betrifft einen Schaltungstrdger mit hoher Bau-

teildichte.

Schaltungstrager sind Leiterplatten, auf denen elektronische
und elektromechanische Bauteile bzw. Bauelemente befestigt
werden kénnen. Durch den Schaltungstrdger werden die elektri-
schen Verbindungen zwischen den Bauelementen hergestellt.
Leiterplatten dienen also der mechanischen Befestigung und
der elektrischen Verbindung von elektrischen und elektrome-

chanischen Bauelementen.

Dazu bestehen Leiterplatten Ublicherweise aus einer Trager-
platte aus einem elektrisch isolierendem Tragermaterial, z.B.
aus mit Phenolharz oder Epoxidharz getrankten Papierfasern
oder Glasfasermatten oder auch aus Teflon oder Keramik. Um
der z.B. bei Computern geforderten hohen Bauteildichte bzw.
Packungsdichte gerecht zu werden ist es zudem bekannt Leiter-
platten als Multilayer- bzw. Mehrschichtleiterplatten 100
auszufihren (Fig. 4). Eine derartige Mehrschichtleiterplatte
100 besteht aus mehreren Innenlagen 101 aus dem oben genann-
ten isolierenden Tragermaterial, die mittels dazwischen ange-
ordneten Prepregs 102 untereinander verklebt sind. Insbeson-
dere werden auch die auBenliegenden Schichten der Mehr-

schichtleiterplatte 100 von Prepregs 102 gebildet.

Auf einer Leiterplattenoberseite 103 und vorzugsweise auch
auf einer Leiterplattenunterseite 104 weist die Mehrschicht-
leiterplatte 100 mehrere Leiterbahnen 105, z.B. in Form von
Kupferschichten, auf, die ebenfalls auf der Leiterplatten-
oberseite 103 und auf der Leiterplattenunterseite 104 ange-

ordnete elektrische bzw. elektromechanische Bauelemente
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106;107;108 elektrisch miteinander verbinden. Des weiteren
weisen auch Innenlagenober- und -unterseiten 109;110 Leiter-
bahnen 105 auf. Um die elektrische Verbindung der Leiterplat-
tenoberseite 103 mit der Leiterplattenunterseite 104 und den
zwischenliegenden Leiterbahnen 105 zu gewdhrleisten, sind zu-
dem von der Leiterplattenocberseite 103 zur Leiterplattenun-
terseite 104 durchgehende Durchkontaktierungen 111 und innen-

seitig metallisierte Sackldcher (blind vias) 112 vorgesehen.

Bei den Bauelementen 106;107;108 handelt es sich dabei bei-
spielsweise um an sich bekannte bedrahtete oder oberflachen-
montierte oder gedruckte Bauelemente 106;107;108, z.B. Tran-
sistoren und/oder IC's (Integrierte Schaltkreise) und/oder
Widerstande und/oder Kondensatoren. Des weiteren weist die
Leiterplatte 100 elektrische Widerstande 113;114 auf, die e-
benfalls an der Leiterplattenoberseite 103 und der Leiter-
plattenunterseite 104 angeordnet sind. Die Widerstande
113;114 sind beispielsweise bedrahtete oder oberfldachenmon-
tierte oder mittels Dickschichttechnik auf die jeweilige Fla-
che aufgebrachte ohmsche Widerstadnde 113;114. Die Widerstande
113;114 sind jeweils zwischen die einzelnen Bauelemente
106;107;108 geschaltet, so dass die Bauelemente 106;107;108
jeweils {iber die Widerstadnde 113;114 miteinander elektrisch

verbunden sind.

Des Weiteren ist es bekannt, einfache passive Bauteile, also
Induktivitdten, Spulen, kleine Kapazitaten oder Kontakte di-
rekt als Kupferschichtstruktur auszubilden und diese in die
Mehrschichtleiterplatte zu integrieren. Zudem kénnen Wider-
stédnde mittels Dickschichttechnik auf die Innenlagenober- und

-unterseiten aufgebracht werden.

Die beschriebenen Anordnungen der Bauteile und Widerstande
haben sich bewdhrt. Allerdings werden insbesondere im Compu-

ter- und im Automotivebereich immer kleiner werdende Applika-
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tionen entwickelt, so dass auch die Schaltungstrdger noch
platzsparender werden miissen. Dies kann nur durch eine noch
hohere Bauteildichte auf den Schaltungstridgern erreicht wer-
den, wobei der Miniaturisierung durch die Anzahl und GrofRe
der notwendigerweise zu verwendenden Bauteile und dem auf den
Oberfldachen zur Verfigung stehenden Platz Grenzen gesetzt

sind.

Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung eines Schal-
tungstragers mit hoher Bauteildichte, der einfach und kosten-

ginstig herstellbar ist.

Diese Aufgabe wird durch einen Schaltungstriager mit den Merk-
malen des Anspruchs 1 geldst. Vorteilhafte Weiterbildungen
der Erfindung sind in den sich anschlielenden Unteranspriichen

gekennzeichnet.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer Zeichnung bei-

spielhaft naher erlautert. Es zeigen:

Figur 1: Schematisch einen Schnitt durch den erfindungsgema-
Ben Schaltungstradger senkrecht zur flachenmaligen
Erstreckung des Schaltungstrdgers nach einer ersten

Ausfihrungsform der Erfindung

Figur 2: Schematisch einen Schnitt durch den erfindungsgema-
Ben Schaltungstradger senkrecht zur flachenmaligen
Erstreckung des Schaltungstrdgers nach einer zweiten

Ausfihrungsform der Erfindung

Figur 3: Schematisch einen Schnitt durch den erfindungsgema-
Ben Schaltungstradger senkrecht zur flachenmaligen
Erstreckung des Schaltungstrdgers nach einer dritten

Ausfihrungsform der Erfindung
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Figur 4: Schematisch einen Schnitt durch einen Schaltungstra-
ger nach dem Stand der Technik senkrecht zur fla-

chenmaBigen Erstreckung des Schaltungstragers

Bei dem erfindungsgemalen Schaltungstrdger 1 handelt es sich
um eine Mehrschichtleiterplatte 2, die aus mehreren, vorzugs-
weise zweil bis sechs, parallel zueinander und Ubereinander
angeordneten Innenlagen 3 besteht, die mittels dazwischen an-
geordneten Klebeschichten, insbesondere Prepregs 4, miteinan-
der verbunden sind. ZweckmdRigerweise werden auch die beiden
auBenliegenden Schichten der Mehrschichtleiterplatte 2 von
Prepregs 4 gebildet. Die Innenlagen 3 bestehen dabei aus iso-
lierendem Tragermaterial, vorzugsweise aus mit Phenolharz ge-
trdnkten Papierfasern (FR1 oder FR2) und/oder aus mit Epoxid-
harz getradnkten Papierfasern (FR3) und/oder aus mit Epoxid-
harz getradnkten Glasfasermatten (FR4 oder FR5) und/oder aus
Polyamid/Polyimid-Fasern und/oder aus Kevlar-Fasermatten. BRei
den an sich bekannten Prepregs 4 handelt es sich jeweils um
ein Halbzeug, bestehend aus Endlosfasern und einer ungeharte-
ten duroplastischen Kunststoffmatrix, wobei die Endlosfasern
z.B. als Gewirke oder Gelege vorliegen. Zudem weist die Mehr-
schichtleiterplatte 2 eine Leiterplattencberseite 5 und eine

dazu vorzugsweise parallele Leiterplattenunterseite 6 auf.

Des Weiteren weist die Mehrschichtleiterplatte 2 auf der Lei-
terplattenoberseite 5 und auf der Leiterplattenunterseite ©
angeordnete elektrische Bauelemente 7;8;9 auf. Bei den Rau-
elementen 7;8;9 handelt es sich beispielsweise um an sich be-
kannte bedrahtete und/oder mittels Dickschichttechnik aufge-
brachte und/oder oberflichenmontierte Bauelemente (Surface
Mount Devices) und/oder gedruckte Bauelemente. Die Bauelemen-
te 7;8;9 sind insbesondere IC’s (Integrierte Schaltkreise)
und/oder Transistoren und/oder Dioden und/oder Widerstande

und/oder Kondensatoren.
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Zur elektrisch leitenden Verbindung der Bauelemente 7;8;9 un-
tereinander weist die Mehrschichtleiterplatte 2 Leiterbahnen
10 auf. Bei den Leiterbahnen 10 handelt es sich um auf die
Leiterplattenoberseite 5 und die Leiterplattenunterseite 6
aufgebrachte diinne Schichten aus leitfdhigem Material, insbe-
sondere Metall, vorzugsweise Kupfer. Die Leiterbahnen 10 sind
vorzugsweise auch auf zueinander und zu der Leiterplatten-
oberseite 5 parallelen Innenlagenober- und/oder —-unterseiten
11;12 vorgesehen. Die Herstellung der Leiterbahnen 10 erfolgt
dabei in an sich bekannter Weise durch Metallisieren oder
Dickschichttechnik wobei die Leiterbahnen 10 der Innenlagen 3
vor dem Laminieren der Mehrschichtleiterplatte 2 auf die In-

nenlagen 3 aufgebracht werden.

Des Weiteren weist die Mehrschichtleiterplatte 2 ein sich von
der Leiterplattenoberseite 5 in die Mehrschichtleiterplatte 2
hinein erstreckendes Sackloch 13 auf. Das Sackloch 13 ist
vorzugsweise lasergebohrt und konisch, sich nach unten hin
verjlingend ausgebildet. Es kann aber auch zylindrisch und
insbesondere mechanisch gebohrt sein (nicht dargestellt). Zu-
dem weist das Sackloch 13 innenseitig eine Metallisierung 14
auf und bildet somit ein blind wvia, also ein Durchkontaktie-
rungssackloch, das nicht vollstandig durch die Mehrschicht-
leiterplatte 2 durchgeht, sondern nur eine oder mehrere In-
nenlagen 3 elektrisch leitend mit der Leiterplattenoberseite
5 bzw. der Leiterplattenunterseite 6 bzw. miteinander verbin-
det. Das Sackloch 13 erstreckt sich vorzugsweise bis zur In-
nenlagenunterseite 12 der von der Leiterplattencberseite 5
aus gesehen ersten Innenlage 3 und ist dort auf an sich be-
kannte Weise elektrisch leitend mit der sich an der Innenla-
genunterseite 12 erstreckenden Leiterbahn 10 verbunden. Zudem
ist das Sackloch 13 auf an sich bekannte Weise, insbesondere
Uber ein das Sackloch 13 umgebendes ringfdrmiges Lotpad

(nicht dargestellt), elektrisch leitend mit einer auf der
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Leiterplattenoberseite 5 aufgebrachten Leiterbahn 10 verbun-

den.

Als nachstes weist die Mehrschichtleiterplatte 2 eine von der
Leiterplattenoberseite 5 zur Leiterplattenunterseite 6 durch-
gehende Durchgangsbohrung 15 auf. Die Durchgangsbohrung 15
ist beispielsweise ebenfalls lasergebohrt oder mechanisch
mittels eines Bohrers gebohrt. Zudem ist sie vorzugsweise
durchgehend kreiszylindrisch ausgebildet. Sie kann aber auch
konisch oder elliptisch zylindrisch oder pyramidal ausgebil-

det sein (nicht dargestellt).

Gemal der Erfindung weist die Durchgangsbohrung 15 eine Fial-
lung 16 aus einer elektrisch leitenden Substanz, insbesondere
aus einer elektrisch leitfdhigen Polymerpaste bzw. Wider-
standspaste auf, mit der die Durchgangsbohrung 15 nach einer
ersten vorteilhaften Ausfihrungsform der Erfindung vollstan-
dig befillt ist. Die Fiallung 16 erstreckt sich also idber die
Gesamtlange der Durchgangsbohrung 15 und fiillt diese voll-
standig aus. Bei der Polymerpaste handelt es sich vorzugswei-
se um eine aus der Dickschichttechnik bekannte viskose Paste,
die aus Funktionspulver aus leitfahigem Material und Stabili-
sierungsmasse z. B. Epoxidharz besteht und Warmeeinwirkung
aushartet bzw. ausbackt bzw. ausbrennt. Als leitfahiges Mate-
rial weist die Polymerpaste dabei bevorzugt Silber und/oder
Gold und/oder Kupfer und/oder Graphit und/oder weitere Koh-
lenstoffmodifikationen z. B. Nanotubes und -partikel auf. Die
Polymerpaste ist temperaturstabil bis ca. 150°C und somit be-

sonders gut fir den Einsatz im Automotivebereich geeignet.

Die Fullung 16 kann zudem auch aus Legierungen und/oder Me-
tallen ohne Stabilisierungsmasse, z. B. reinem Kupfer, Sil-

ber, Gold oder seinen Legierungen bestehen.
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Die Fullung 16 steht dabei elektrisch leitend mit einer auf
der Leiterplattenunterseite 6 aufgebrachten Leiterbahn 10,
die weiter zu einem ersten Bauelement 7 fihrt und einer auf
der Leiterplattenoberseite 5 aufgebrachten Leiterbahn 10, die
welter zu einem zweiten Bauelement 8 fiihrt, in elektrisch
leitender Verbindung. Die elektrische Kontaktierung der Lei-
terbahnen 10 mit der Fillung 16 erfolgt dabei durch Galvani-
sieren (z. B. Kupfer), Bonden (z. B. Draht), Leitkleben, Ver-

pressen und/oder Schweilen.

Zudem steht die Flullung 16 vorzugsweise mit auf Innenlagenun-
terseiten 11 und Innenlagenoberseiten 12 aufgebrachten Lei-
terbahnen 10 elektrisch leitend in Verbindung. Insbesondere
steht die Fillung 16 mit derjenigen Leiterbahn 10 in Verbin-
dung, die das Sachloch 13 kontaktiert. Das Sackloch 13 wie-
derum steht mit einer Leiterbahn 10 in Verbindung, die zu ei-
nem dritten Bauelement 9 fihrt. Die elektrische Kontaktierung
der Leiterbahnen 10 mit der Fillung 16 erfolgt dabei vorzugs-
weise durch chemisches und/oder elektrochemisches Galvanisie-

ren.

Die Fullung 16 ist also zwischen das erste Bauelement 7 und
das zweite Bauelement 8 sowie zwischen das erste Bauelement 7
und das dritte Bauelement 9 geschaltet und dient somit als
ohmscher Widerstand, dessen Wert abhangig ist von der Lange,
auf die er durchstromt wird, also davon auf welcher Hohe die

Leiterbahnen 10 die Fillung 16 kontaktieren.

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausfihrungsform der Erfin-
dung besteht die Fillung 16 nicht aus einer einzigen Sub-
stanz, sondern aus mehren verschiedenen Substanzen mit ver-
schiedenen spezifischen Widerstandswerten, die in mehreren
Schichten 17;18;19 idbereinander und aneinander angrenzend,

also miteinander elektrisch leitend in Verbindung stehend,
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angeordnet sind (Fig.2). Dadurch ist der Wert des resultie-

renden ohmschen Widerstands auf einfache Weise variierbar.

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausfihrungsform der Erfin-
dung bildet die Fiallung 16 in der Durchgangsbohrung 14 einen
kapazitiven Widerstand in Form eines Kondensators 20 (Fig.
3). Der Fiullung 16 besteht dazu aus zwei {ibereinander und
beabstandet voneinander angeordneten Schichten 21 aus der e-
lektrisch leitenden Substanz und einer dazwischen liegenden
Schicht 22 aus einem Dielektrikum, z.B. Luft. An die beiden
leitenden Schichten 21 ist jeweils zumindest eine innerhalb
der Mehrschichtleiterplatte 2 oder auf der Leiterplattenober-
seite 5 oder der Leiterplattenunterseite 6 angeordnete Lei-

terbahn 10 elektrisch leitend angebunden.

Die Herstellung der erfindungsgemalen Mehrschichtleiterplatte
1 mit der erfindungsgemalen Fillung 16 erfolgt vorzugsweise

wie folgt:

Die Leiterplatte 1 mit den Durchgangsbohrungen 15 fir die
Fillung 16 wird mit einer Folie (Standard-Material fiur Fall-
prozesse) abgedeckt, die an der Position einer Durchgangsboh-
rung 15 fiir die Fullung 16 eine Offnung aufweist. Sequentiell
wird dann via Rakeln die Fiallung 16 eingebracht. Dieser Fill-
schritt erfolgt zeitlich nach dem Galvanisieren der Durch-
gangsbohrungen 15. Durch mehrfachen Wechsel der Abdeckfolien
mit unterschiedlichen Lochpositionen in Verbindung mit der
Auswahl an unterschiedlichen Fillmaterialien z. B. mit ver-
schiedenartigen spezifischen Widerstdnden kdnnen so unter-

schiedliche Widerstandswerte erzeugt werden.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform der Erfindung ist die
Fillung 16 in einem nicht metallisierten Sackloch 13 (nicht
dargestellt) oder einer innen liegenden Ausnehmung, also ei-

ner nicht metallisierten, innen liegenden Durchkontaktierung
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(buried via), die sich durch zwei oder mehr Innenlagen 3 er-
streckt und von auBen nicht gesehen werden kann, vorgesehen
sein. Die Fullung 16 kann also in jeglicher Art von Ausneh-

mung 13;15 der Mehrschichtleiterplatte 2 vorgesehen sein.

Und gemaB einer nicht dargestellten weiteren Ausfihrungsform
der Erfindung koénnen auch mehrere libereinander und beabstan-
det voneinander angeordnete Flillungen 16 in einer Ausnehmung
13;15 vorgesehen sein und dadurch mehrere iibereinander ange-
ordnete ohmsche und/oder kapazitive Widerstdnde in einer Aus-
nehmung 13;15 gebildet werden. Die einzelnen Fillungen
erstrecken 16 sich dann jeweils nicht iiber die Gesamtlange
der Ausnehmung 13;15 sondern nur iiber einen Teil der Gesamt-
ladnge der Ausnehmung 13;15. Zudem kann auch eine einzige Fil-
lung 16 sich nur tber einen Teil der Gesamtlange der Ausneh-

mung 13;15 erstrecken.

AuBerdem kann es sich bei dem Schaltungstrdger 1 selbstver-
stdndlich auch um eine einschichtige Leiterplatte aus Perti-
nax (FR2) und/oder aus mit Epoxidharz getrdnkten Papierfasern
(FR3) und/oder aus mit Epoxidharz getrédnkten Glasfasermatten
(FR4 oder FR5) und/oder Teflon und/oder Keramik und/oder Po-
lyamid/Polyimid-Fasern und/oder Kevlar-Fasermatten als Basis-

tragermaterial handeln.

Die Erfindung fihrt durch die Integration der Widerstande in
die Ausnehmungen, also ins Innere der Leiterplatte, zu einer
erheblichen Reduzierung des flir die Montage der Bauelemente
notwendigen Fl&chenbedarfs, so dass die erfindungsgemilien

Schaltungstriager eine hohe Rauteildichte aufweisen.

Vorteilhaft ist zudem, dass die erfindungsgemalen Widerstande
einfach in herkdmmliche Schaltkreise integriert werden kdnnen

und z.B. mit herkotmmlichen bedrahteten oder oberflachenmon-
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tierten oder mittels Dickschichttechnik realisierten Wider-

standen kombiniert werden konnen.

AuBerdem kann der Wert des ohmschen Widerstands auf einfache
Art und Weise durch die Verwendung einer anderen Polymermi-
schung und durch das Variieren der Hohe der Fillung bzw. das

Durchstrdomen auf verschiedenen Langen angepasst werden.

Des Weiteren ist die Herstellung des erfindungsgemédlen Schal-
tungstragers kostenglinstig, schnell und einfach mdéglich, da
die Anzahl der oberfladchenmontierbaren Widerstdnde reduziert

wird.
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Patentanspriiche

Schaltungstrager (1) aufweisend eine Leiterplatte, vor-
zugsweise eine Mehrschichtleiterplatte (2), mit einer
Leiterplattenoberseite (5) und einer vorzugsweise dazu
parallelen Leiterplattenunterseite (6), wobei auf der
Leiterplattenoberseite (5) und/oder der Leiterplatten-
unterseite (6) und/oder vorzugsweise auf Innenlageno-
ber- und/oder -unterseiten (11;12) der Mehrschichtlei-
terplatte (2) elektrische Bauelemente (7;8;9) und Lei-
terbahnen (10) angeordnet sind, die die Bauelemente
(7;8;9) elektrisch leitend miteinander verbinden, und
wobei die Leiterplatte (2) zumindest eine durchgehende,
innen liegende oder sacklochartige Ausnehmung (13;15)
aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Ausnehmung (13;15) zumindest eine Fullung (16) mit
zumindest einer elektrisch leitenden Substanz aufweist,
wobei die Ausnehmung (13;15) derart befltillt ist und die
Fillung (16) derart mit in die Ausnehmung (13;15) min-
denden Leiterbahnen (10 in elektrisch leitender Verbin-
dung steht, dass ein ohmscher und/oder ein kapazitiver

Widerstand in der Ausnehmung (13;15) gebildet wird.

Schaltungstrager nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

die elektrisch leitende Substanz eine elektrisch leitfa-
hige, urspriinglich viskose Polymerpaste ist, die aus ei-
nem Funktionspulver aus leitfahigem Material und Stabi-
lisierungsmasse, z. B. Epoxidharz, besteht und unter
Warmeeinwirkung ausgehdrtet bzw. ausgebacken bzw. ausge-

brannt ist.

Schaltungstrdger nach Anspruch 1 und/oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass
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die Polymerpaste als leitfadhiges Material Silber
und/oder Gold und/oder Kupfer und/oder Graphit und/oder
Kohlenstoffmodifikationen, z. B. Nanotubes oder -

partikel, aufweist.

Schaltungstrager nach einem oder mehreren der Anspriiche
1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Leiterplatte (2) eine Mehrschichtleiterplatte (2)
ist, die aus mehreren, vorzugsweise zwei bis sechs, pa-
rallel zueinander und Ubereinander angeordneten Innenla-
gen (3) aus isolierendem Tragermaterial besteht, die
mittels dazwischen angeordneten Klebeschichten, insbe-
sondere Prepregs (4), miteinander verbunden sind, wobei
die Innenlagenober- und/oder -unterseiten (11;12) =zur

Leiterplattencoberseite (5) parallel sind.

Schaltungstrager nach einem oder mehreren der Anspriiche
1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dass

die sich die Fillung (16) Uber die Gesamtlange der Aus-

nehmung (13;15) erstreckt.

Schaltungstrager nach einem oder mehreren der Anspriiche
1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dass

die sich die Fillung (16) Uber einen Teil der Gesamtlan-

ge der Ausnehmung (13;15) erstreckt.

Schaltungstrager nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet, dass

in der Ausnehmung (13;15) mehrere ibereinander und
beabstandet voneinander angeordnete Fullungen (16) vor-

gesehen sind.
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10.

11.

13

Schaltungstrager nach einem oder mehreren der Anspriiche
1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Fullung (16) eine einzige Schicht aus einer einzigen

elektrisch leitenden Substanz aufweist.

Schaltungstrager nach einem oder mehreren der Anspriiche
1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Flullung (16) mehrere, Ubereinander angeordnete und
aneinander angrenzende, miteinander elektrisch leitend
in Verbindung stehende Schichten (17;18;19) aufweist,
die aus verschiedenen leitfahigen Substanzen mit ver-

schiedenen spezifischen Widerstandswerten, bestehen.

Schaltungstrager nach einem oder mehreren der Anspriiche
1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Fillung (16) zwei Ubereinander und beabstandet von-
einander angeordnete Schichten (21) aus jeweils einer
elektrisch leitenden Substanz und eine dazwischen lie-
gende Schicht (22) aus einem Dielektrikum, z.B. Luft,
aufweist, wobei die beiden leitenden Schichten (21) je-
weils an zumindest eine innerhalb der Mehrschichtleiter-
platte (2) oder auf der Leiterplattenocberseite (5) oder
der Leiterplattenunterseite (6) angeordnete Leiterbahn

(10) elektrisch leitend angebunden sind.

Schaltungstrdger nach einem oder mehreren der vorherge-
henden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Fillung (16) elektrisch leitend mit einer auf der
Leiterplattenunterseite (6) aufgebrachten Leiterbahn
(10), die weiter zu einem ersten Bauelement (7) fihrt

und einer auf der Leiterplattenoberseite (5) aufgebrach-
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12.

ten Leiterbahn (10), die weiter zu einem zweiten Bauele-
ment (8) fiuhrt, in elektrisch leitender Verbindung

steht.

Schaltungstrdger nach einem oder mehreren der vorherge-
henden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Leiterplatte (2) eine einschichtige Leiterplatte

ist.
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